
证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2023-001 

广州方邦电子股份有限公司 

2022 年度业绩预告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

一、本期业绩预告情况 

（一）业绩预告期间 

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 

（二）业绩预告情况 

1、经财务部门初步测算，预计 2022 年度实现营业收入为 31255 万元，与上

年同期相比，将增加 2008 万元，同比增长 6.87%。 

2、预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将

出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-6000 万元到-8000 万元。 

3、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-7200 万元到-9200 万

元。 

二、上年同期业绩情况 

2021 年度公司实现营业收入为 28619.05 万元，归属于母公司所有者的净利

润为 3507.00 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1682.93

万元。 



三、本期业绩变化的主要原因 

（一）报告期内，全球疫情起伏反复、经济增长承压、居民部门消费动力不

足，全球智能手机终端销售呈现疲软局面，公司主要产品屏蔽膜销量同比出现了

约 20%的下降，销售收入同比下降约 23%。 

（二）报告期内，公司铜箔业务产品主要为锂电铜箔、标准电子铜箔，为过

渡性产品，且铜箔客户类型主要为贸易商客户，销售价格低于市场平均水平，铜

箔的产能利用率、良率仍低于行业平均水平，同时，二季度和三季度受疫情、产

品结构调整等影响销量出现明显下降，全年实现铜箔产品销量约 1600 多吨，未

能形成规模效应，叠加相应折旧费用，铜箔生产成本高于行业平均水平,导致铜

箔业务出现较大亏损。 

（三）报告期内，母公司总部及生产基地投产，相应折旧等费用增加。 

（四）报告期内，为满足公司未来业务拓展需要，公司持续加大研发投入，

由于公司研发产品为基础复合电子材料，应用领域涉及芯片封装、超细线路 FPC

制备以及新能源电池新一代负极集流体等，认证周期长、且生产稳定以及提升良

率需要时间，年度内如可剥离铜箔等新产品暂未产生销售。 

（五）非经常性损益影响：本年度公司非经常性损益金额较上年同期减少。 

四、风险提示 

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注

册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 

五、其他说明事项 

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经

审计后的 2022 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 

特此公告。 



 

广州方邦电子股份有限公司 

董事会 

2023 年 1 月 31 日 


